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Die Erfmdung betrifft ein Verfahren zum Bonden eines ersten Substrats (1) mit einem zweiten Substrat (7) mit folgenden 
Schritten, insbesondere folgendem Ablauf: • - Kontaktierung einer ersten Kontaktflache (1k) des ersten Substrats (1) mit einer 
parallel zur ersten Kontaktflache (1k) ausgerichteten zweiten Kontaktflache (18k) des zweiten Substrats (7), wodurch eine 
gemeinsame Kontaktflache (22) gebildet wird, • - Herstellung einer punktuellen, stoffschliissigen Verbindung (11") zwischen dem 
ersten Substrat (1) und dem zweiten Substrat (7) auBerhalb der gemeinsamen Kontaktflache (22). Weiterhin betrifft die Erfindung 
eine korrespondierende Vorrichtung und einen Substratverbund aus einem ersten Substrat (1) und einem zweiten Substrat (7), bei 
dem eine erste Kontaktflache (lk) des ersten Substrats (1) mit einer parallel zur ersten Kontaktflache (1k) ausgerichteten zweiten 
Kontaktflache (18k) des zweiten Substrats (7) eine gemeinsame Kontaktflache (22) bildet, wobei auBerhalb der gemeinsamen 
Kontaktflache (22) eine punktuelle, stoffschliissige Verbindung zwischen dem ersten Substrat (1) und dem zweiten Substrat (7) 
besteht. 
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